
平成 23 年１月 11 日 

各      位 

会 社 名 テ ッ ク フ ァ ー ム 株 式 会 社

代 表 者 名 代表取締役社長 千 原  信 悟

（ＪＡＳＤＡＱ・コード番号 3 6 2 5）

問 合 せ 先 管 理 部 長 松 本  圭 太

（TEL．0 3 － 3 2 0 0 － 2 0 1 2 ）

 

無担保社債（私募債）発行に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 23 年１月 11 日開催の取締役会において、第１回無担保社債（私募債）の発行につき

まして、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

 

１．社 債 の 名 称 
テックファーム株式会社第１回無担保社債 
（株式会社りそな銀行・東京信用保証協会共同保証付、分割譲渡制限特約付） 

２． 社 債 の 総 額 金１億円 

３． 各 社 債 の 金 額 10,000,000 円の１種 

４． 社 債 の 利 率 年 0.82％（保証料他は除く） 

５． 発 行 価 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円 

６． 償 還 価 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円 

７． 償 還 期 日 平成 28 年１月 25 日（５年債） 

８． 償 還 方 法 半年毎定時償還 

９． 利 息 支 払 期 日 １月 25 日及び７月 25 日 

10. 払込期日（発行日） 平成 23 年１月 25 日 

11.  保 証 人 株式会社りそな銀行・東京信用保証協会 

12.  財 務 代 理 人 株式会社りそな銀行 

13.  発行・支払代理人 株式会社りそな銀行 

14.  総 額 引 受 人 株式会社りそな銀行 

15.  振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構 

16.  社債権者集会開催地 東京都 

17.  資 金 使 途 

今回実施する無担保社債発行による調達資金につきましては、スマート

フォンをはじめとしたモバイル分野への積極的な事業活動の展開に充

当いたします。 

 

以  上 


